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_lporar el disolvente para obtener el revestimiento deseado. Ademdls

[tica en fusibn, objeto de la patente briténica n? 1.484.584. Es-

-

La patente briténica n? 933.250 se refiere a un pro-
cedimiento para revestir un subsastro de una pelicula de materis
termopléstica qQue consiste en recubrir este subsastro de una ca-
pa de esta materia en forma de polvo por via electrostdtica y eq
fundir a continuacién el polvo de recubrimiento para conseguir -
una pelicula continua, que se adhiera al subsasiro. El espesor -
de la pelicula depende de la grannlometria del polvo. Sin ember-
go, cuando se desea depositar peliculas extremadamente delgadas,|
del 6rden de 10 micrones, resulta dificil garantizar, mediante -

esta técnica, una regularidad suficiente de la pelicula y ésta -

puede presentar microporosidades.

l
I
La patente USA n? 2,.723.646 se refiere a un pulveriza4

|
dor electrostitico de un liquido destinado a revestir superfici%s

de este liquido., Este aparato se adapta en esencia a lg aplicaci%n

de substancias en solucidn tales como pinturas. Una vez aplicada

la capa de liquido scbre el substrato a revestir, es preciso eva

de que dicho procedimiento solo es aplicable a la substancias -
suscepyibles de ser solubilizadas, la evaporacidn del disolvente
plantea problemas y reduce el rendimiento en una proporeibén im-
portante.

Ademéds se conoce un procedimiento para producir fila-

mentos por via electrostética, a partir de una materia termoplés

te procedimiento permite en particular depositar sobre un substra
to un revestimiento no tejido.
La finalidad de la presente invencibn es la obtencidn

de un revestimiento uniforme en espesor y continuo sobre un subs

trato de forms cualquiera.

A este efecto, la invencibn ftiene por objeto un proce~




10

15

20

25

30

-2

dimiento para recubrir un substrato receptor de una psliculas deL

materia termopléstica que se caracteriza porque se forman fibre

6 filamentos de esta materia que sze reparte regularmente sobre
este substrato llevgndo su temperatura, al menos préxims del -
substrato a recubir; g un valor al menos igual a la temperatursa)
de fusién de la matéria, durgnte un espacio de tiempo suficien~
te para que el conjunto de las fibras 6 filamentos fundan pars
recubrir uniformemente el substirato de la materis.

Esta técnica utilizada en el msod del revestimiento de
un substrato mediante unas pelicula de materia termoplédstica ha

permitido obbtener una pelicula no solo sbsolutamente regular sit

né también perticularmente delgada por ejemplo de 12 , aproxima

damente de espesor y menos, es decir hasta 10 veces aproximada-

mente més delgadas que las peliculas regulares mds delgadas roa
lizadas por el procedimiento de espolvoreo mencionado.

El dibujo anexo ilustra, esqueméticamentq ¥y a titulo
de ejemplo, varias formas de ejecucién de instelaciones para la
realizacién del procedimiento objeto de la presente invencién.=-

La figura 1 es una vista en perspectiva de la primera
forma de ejecucidn y de una variante.

Ia figura 2 es une vista en alzado lateral de una ser
gunda forma de ejecucién,

La figura 3 es una vista en alzado lateral de una tery
cera forma de ejecucibdn.

La figuras 4 es una vista parcial en perspectiva de una
cuarte forma de ejecucién.

ILa figura 5 es una vista en alzado de una quinta for-
me, de ejecucibn.

La instslacidén ilustrada por la figura ] es de concep-

¢cidén idéntics & la descrita en la solicitud de patente suiza n@
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taeibén 1 que incluye dos cadenas sin fin paralelas 2 y 3, monta

| conectado a un borne de un generador electrostatizo GE1 que pro-+

-3

15.840/77. Igualmente se describird aqui en detalle tnicamente
lo necesario para la compresidn de la presente invenciédn.

Esta instalacibn comprende un dispositivo de alimen-

das sobre tres pares de pifiones de guiado 4a, 4b y 4¢, dispues-

tos en los vértices de un tridngulo y de los que uno, 4a, €3 sos
lidario del &rbol de accionamiento de un motor M. Cables eléctri
camente conductores 5 son tendidos transversalmente entre lag

dosg cadenas paralelas 2 y constituyen una pluralidad de elecuro-

dos conectados a masa. Estos cables estén destinados a ser ca-

lentados por efecto Joule por ayuda de una fuente de corriente

—1i

continua DC y de dos railes de alimentacién 8 y 9. Un puesto de
espolvoreo electrostitico se coloca en un lugar de la trayecto-
ria de los cgbles 5, Este puesto comprende esencialmente una 1o~

va 6 asociade a un vibrador (no representado), un electrodo 7 -

porciona un potencial del Srden de 15 kV por ejemplo, y colocade
g la salida de la tolva 6. Este electrodo est4 destinado 2 cargar
electrostétlcamente el polvo contenido en la tolva 6 ¥ constltui
do por un material dieléectrico y termoplasitico tal como pollprol
pileno, polietileno, poliestireno, poliamida, poliester, etec.
Bl substrato a recubrir estd constituido, en este ejem-
plo, por una léminz de zluminio 10 querparte de una bobina sumi-

nistradora 11 para llegar z una bobina receptora 12 por mediacidn

de dos rodillos de guiado 13 y 14 agenciados para hacer pasar -

esta lamine en primer lugar paralelamente & una porcién del dis+

pogitivo de elimentacibn y despiés a través de un hormo 15. =zsta

lémina 10 se conecta a un borne de un generador electrostéatico

IR SR

GE, que proporciona una ftensibn del érden de 20 a 30 kV por ejen

plo. Los 4rboles de las bobinasg 11 y 12 asi como rodillos 13 ¥ J
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14 gon aislados a fin de mantener la hoja de aluminio al poten-
cial del generador electrostético. El material termopléstico -
dieléctrico en polvo, del que se desea revestir la hoja 10 de
una pelicula delgada del brden de 5 a 10 pm, es puesto en la =
tolva 6. El polve que sale de esta tolva es cargado electrosté~

ticamente al cbntaoto con el electrodo 7. Este polvo asi carga-

do es atrafdo por los cables 5 puestos a masa y se deposita en ;
su superficie formando una capa regular, Simulténeamente, estos
cebles son calentados por efecto Joule por paso de una corrients

"~

procedénte de la fuente de corriente continua DC. Los cables 5

son arrastrados paralelamente asimismos por las qadenas 2y 3y

el motor M en el sentido de la flecha F, mientras que la lémira

de aluminio 10 es arrastrada en el sentido de la flecha F1ﬁ
Cuendo la materfa dieléctrica fundida llega frente a

la hoja 10, puesta al potencial del generador, las fuerzas ejer-
cidas sobre esta materia por el campo electrostidtico atraen una
pluralidad de filamentos que se depositan sobre este hoja. El -
producto no tejido formado por la acumlacién de los filamentos

sobre la hoja 10 pasa s continuacién 8l horno 15 cuya temperatus

ra estd al menos igual al punto de fusién de la materia termoplas

tica, e fin de fundir los filamentos para formar una pelicula -
continua sobre la lé&mina 10, E1 espesor de la pelicula asi for-
mada depende evidentemente de la cantidad de materias depositads
¥y por consiguiente, del grosor medio de los filamentos y de la

velocidad relativa entre la hoja 10 y el dispositivo de alimen-
taucién 1. Tnos ensayos han puesto de manitiesto que era posible|
por este procedimiento, formar una pelicula cuyo espesor es del
érden de 5 & 10 m, que presenta una continuidad perfecta y que

no deja subsistir ninguna porosidad, lo que garantiza un recubri

miento total del substrato a pesar del pequefio espesor de la pe-
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lfcula, Si se considera que pers comseguir el mismo resultado
depositando directamente el polvo sobre la lémina 10 sin pasar
por la fase filamentosa, es preciso depositar una capa de mete-

ria del 6rden de 50 #m, se puede sacer en conclusién que la eco

nomia de materia plAstica realizada merced al procedimiento es -
considerabls,

La forma de ejecucibn descrita es suscepiible de sufrir
ciertas modificaciones que no cambian el principio inventivo.
Tan es asi que como variante el lugar de fundir el producto no
tejido depositado sobre la hoja 10, se puede censiderar calen-
tar el espacio que separa el dispositivo de alimentacién 1 de -|
la hoja 10 con ayuda de dos rampas infrarrojas 16 por ejemplo,
colocadas a una y otra parte de este esﬁacio, 8 fin de impedir
la solidificacién de los filamentos para que se depositen en -
fusidn sobre la hoja 10, formendo sntonces la lémina sin pasar
por una fase intermedie de no-tejido, como se ha descrifto ante-
riormente,

Quede bién entendido, que en el caso de esta variante,
el hormo 15 puede ser suprimido. .

Segin otra forma de ejecucidn, muy esquemdticamente -
ilustrada por la figura 2, se puede depositar igualmente los fi-
lamentos sobre un substrato cuya temperatura estid al menos igual
e la tempgratura de fusién de la materia que constituyerlos file~

mentos,

En esta forma de ejecucién, el dispositivo de aliments
cién 1' se monta alrededor de cinco pares de roldanas 4'a, 4’b,:
4'¢, 4'd y 4'e, aisladas de le tierra. Los electrodos 5' son -
puestos al potencial del generador electrostdtico GE. El polvo

es distribuido por una tolva 6' puesta 2l potencial de tierra y

el polvo depositado sobre los electrodos 5' eg fundide durante
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el paso de estos electrodos 5' a través de un horno 17.
El substreto receptor estd constituido, en este ejemplo,

por una hoja de gluminio 10' termoconformada en un horno 18 y que

materia termopléstica, de modo que los filamentos que se deposi+
ten sobre este substrato 10' fundan a su contacto a medida gue -
se depositan sobre este substrato caliente formando asi una pelf-~
cula de revestimiento de este substrato como se describe con re-
lacién con la forma de ejecucidén de la figurg 1. Quede bién en-
tendido que esta segunda forma de ejecucibdn no estd limitada a -
la técnica del termoconformado siné también es aplicable a un subs
trato plano, Simplemente se ha deseado mostrar un ejemplo en el
que resulta ventajoso depositar los filamentos sobre un substra-
to caliente, Asimismo, el depdaito sobre un substrato no planoc
puede realizarse igualmente en el caso dé¢ la forma de ejecucidn
ilugtrada por‘la figurs 1.

La regularidad y el espesor minimo de la pelicula depg
sitadsa dependen de la tensién interfacial entre el substrato re-
ceptor y la materfia termopléstica, que es funcibn en esencia de
la humectabilidad de la superficie del substrato receptor, y de

la tensién superficial de la materig termopléstica en fusibn., -

Desde ese momento, y segln los procedimientos conocidos de reves

timiento por espolvoreo 6 pulverizacibn electrostitica, la supen
ficie del substrato es obligatoriamente recubierta de forma com~

pleta por el polvo, de modo que el espesor de la neliculs asi{ fo

L

mada sea funcidn de la granulometria de este polvol Por el con-
trario, en el caso del procedimiento descrite, la densidad de -

filamentos por unidad superficial puede elegirse a voluntad, en

particular regulando la velocidad de desfile del substrato recep

tor frente sl substrato suministrador, determinédndose la densidad

sale del horno a una temperatura superior & la de fusibén de la o
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minima de filamentos necesaria para formar una pelicula homogé-
nea sobre el substrato receptor por la tensibn interfacial en-
tre la materia termoplédstica y el substrato receptor. Debe ha-

cerse notar a este respecto que la tensidn superficial de la ma

teria pléstica puede ser modificada por la adicibn de agentes -
humectantes. Por esta razén el procedimiento deserito més arri-

ba permite obtener una pelicula de revestimiento sensiblemente

més delgada que los procedimientos de espolvoreo § de pulverizg
cién, conocidos. Un elemento importante en la determinacién del
espesor de 1lg pelicula radica en la posibilidad de hacer fibras
micho mis finas que granos de polvo. Asi puds, si la granulome-
trfa del polvo es de varias decenas de micrones, se puede faﬁri-

car fibras inferiores a 10 £, incluso a 1 ftm. Ahora bién, cor

una reparticiéﬁ uniforme de las fibras, espesor de la peliculai
estd en relacién directa con su grosor. Tan ss asi que se llegén
a realizar peliculas muy delgadas, inferiores a 1OfLm.
' Resultados particularmente excelentes han sido cbteni-

dos orientando las fibras paralelamente entre si para formar una

-

napa de fibras paralelas pricticamente lado a lado sobre el subs
trato. Dicha técnica asegura un revestimiento uniforme sin ori4

ficio y cuyo espesor es funcibn directa del grosor de las fibras,

asi pués con fibras entre 1 y 10f;m se puede obtener una capa =

1

cuyo espesor medio es del érden de 514. Para realizar este &pb-

"gito de fibras paralelas se puede ajustar la velocidad relativa

entre los cables de electrodos 5, 5' y el substrato receptor pa-
ra alcanzar aproximedamenfe una ve;ocidad al menos igual a la i
velocidad de produccién delas fibras, incluso sensiblemente suT
perior, por ejemplo 100 m/minutos, lo que d4 una napa de fibrag
perfectamente regular y permite formar una pelicula continume -

después del calentamiento, del bérden de 15 a 20 g/m? de poliprg
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pileno por ejemplo. Igualmente se puede realizar esta orienta-
cibn de las fibras por una corriente de aire.

En una variante del procedimiento se puede considerar
partir de una materis ya en forma de fibras en lugér de una ca-
pa de materias fundida. Dos formas de ejecucidn de esta variantg
de realizeacién del procedimiento se ilusiran por las figuras 3
y 4.

La figura 3 se refiere a una instalacién clésica de
formacidén de copos por via electrostidtica que comprende una tol-
va 19 llena de fibras y a cuya salida se encuentra un electrodo
20 conectado a uno de los polos de un generador elsctrostdtico
GE cuyo otro polo se conecta a un electrodo rectangular 21 dis-
puesto por debajo de la trayectoria de una hoja 10b a revestir,
Esta instalacién comprende todavia un sistema de insuflacién 22

y mn dispositivo de calentamientc 23. las fibras que salen de -

la tolva 19 son cargadas por el electrodo 20 que crea a la sali.
da de ls tolva una atmésfera ionigzada y se orientan en el campo
creado entre los electrodos 20 y 21 de modo que se dirijan per-
pendicularmente contra la superficie de la hoja 10b. El sistema
de insuflacibén 22 envia una corriente de aire dirigida a contras
corriente del desplazamiento de la hoja 10b segin la flecha F,
que tumba las fibras paralelamente unas a las otras, posicién eﬁ
1la que se funden por el dispositivo de calentamiento 23.

Segin la forma de ejecucién de la figura 4, se desarrqg-

lle un enjullo de filamentos 24'sobre la hoja a revegtir 10c. A

este efecto, y para garantizar una reparticién regular de las fi-
bras, se crea un campo electrostdtico entre un electrodo de ca
ga 25 de los filamentos y un electrodo 26 colocsdo por debajo d
la hoja 10¢. Un digpositivo de calentamiento 27 sirve para hace

fundir la nape de filamentos extendidos sobre la hoja 10c.
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‘de revestimiento de un substrato ¢e una gelicula de materia ter-

-9

La forma'de ejecucibdn de la figura 5 ilustra una for-
ma de ejecucibn en la que los filamentos son producidos por una

hilera miltiples 28, estableciéndose un campo electrostitico en

tre esta hilera conectada a uno de los polos de un generador =-

electrogtitico GE, y un electrodo 29 conectado & otro polo de -
este mismo generador. Los filamentos se depositan sobre la hoja
10d arrasttada en el sentido de la flechz F a una velocidad al

menos igual a la velocidad de extrusién de los filementos de mo

do que, mantenidos regularmente separados entre si.entre la hi-

lera 28 y la hoja 10d merced al campo, se depositen paralelamen

te sobre esta hoja.
Quede bién entendido que la invencién no se limita al

revestimiento de substretos conductores. Se puede considerar po

H

ejemplo el recubrir cartén de una pelicula de materia pléstica

con vistas 2 hacerlo impermeable, En dicho¢ caso, las fibras son

¥

depositadas sobre un substrato frio. Ensayos realizados han per

mitido obtener excelentes resultados calentando la napza de fi- i
bras paralelas depositadas sobre un cartédn durante un corto ins+

|
tante s una temperatura sensiblemente superior a la temperaturaj

de fusibn de la materia plistica. Contra més breve sea el calen-
tamiento menos tiempo tiene la materia pléstica fundida de ser T

absorbida por el cartédn. Los -ensayos han permitido obtener una i

| pelicula calentando una napa.de polipropilenc de 15—20'g/m2 a

~2002C durante ~ 3 segundos. Blevando més todavia esta tempera-
tura se puede reducir incluso el tiempo de duracién del calentaT
niento necesario.

Alingue se haya descrito anteriormente un procedinmiento

mopléstica, este mismo procedimiento podria utilizarse para re-

vestir un substrato de una pelicula de cole con vistas a reali-~
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zar un auto-pagaao_é une cimta adhesiva por ejemplo. En este cea
so, hen sido realizados ensayos con ayuda de una cola reducida
en polvo por un procedimiento criogénico y colocada en una tolv
de alimentacién como eh el caso de las figuras 1 y 2, mentenida
a una temperatura inferior g la temperatura de reblandecimiento
de esta cola. A continuacién los cables de electrodes 5, 5' son
calentados a una temperatura de 602C aproximadamente al igual que
el substrato receptor para permitir la extensién de esta cola -
antes del enfrismiento a la temperatura ambiente.

Descrita suficientemente la naturaleza del invento, -
asi como la manera de realizarlo en la préctica, debe hacerse -
constar que las disposiciones anteriormente indicadas son sug-
ceptibles de modificaciones de detalle en cuanto no alteren su

principio fundamentel.
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| se forman fibras 6 filamentos de esta materf{a que se reparte ret

2 lo largo de las lincas de fuerza respectivas y arrastren asi

-]

REIVINDICACIONES

1.— Procedimiento para recubrir un substrato receptor

de una pelicula de materia termopléastica, carsciterizadeo porque

gulermente sobre este substrato llevando su temperatura al menog

cerca del substrato a recubrir, a wn valor al menos igual a la

temperatura de fusién de la materia, durante un tiempo suficient e

para que el conjunto de las fibras 6 filamentos funda para recu
brir uniformemente el substrato de la méteria.

2.~ Procedimiento segin la reivindicacién 1, caracte-|
rizado porque se disponen estas fibras 6 filamentos en forma de
una napa de fibras 6 filamentos sensiblemente paralelos y lado
con lado. |

3.~ Procedimiento segin la reivindicaciébn 2, caracte-
rizado porque se elige el grosor de lés fibras en funcibén del es-
pesor deseado para el revestimiento.

4.- Procedimiento segin una de las reivindicaciones 1
¥ 2, caracterizado porque se forman las fibras en cuestién apli
cando un substrato suministrador filiforme frente al substrato
receptor, porque se forma sobre este substrato suministrador una
capa de materia termoplédstica dieléctrica llevada a una temperg
tura a la que su viscosidad la hace apta para formar fibras, por
que se crea entre estos substratos un campo electrostitico cuyas
1ineas de fuerza se extienden sensiblemente perpendiculares a -
la superficie del substrato suministrador, de modo que bajo laz =
accibn de las fuerzas engendradas por este campo, sean atraldos

grupos de moléculas a vartir de puntos distintos de esta cape,

cada uno, una fibra de esta materia en direccién del substrato

receptor.



10

15

20

25

30

5.- Procedimiento segin la reivindicacién 4, caracte-
rizado porque se fija la velocidad del desplazamiento relativo
entre los substratos a un valor al menos igual a la velocided dp
produceidén de lasg fibras en el campo electrogstético de modo a -

formar una napa de fibras paralelas.

6.~ Procedimiento segin la reivindicacién 1, caracte-

rizado porgque se calienta el substrato receptor a una temperetu
re. al menos igual a la temperatura de fusidén de la materia, de
modo que lag fibras 6 filamentos fundan a medida que se deposi-
tan sobre este substrato receptor.

7.~ Procedimiento segin la reivindicacién 1, caracte~
rizado porque se calienta el espacio que rodea el substrato re-
ceptor a una temperatura al menos igual = la temperatura de fu-

gién de la materia de modo que las fibras 6 filamentos sean lle:

T

vados a la temperatura de fusidn de esta materia antes de entrap
en contacto con este substrato receptor.

8.~ Procedimiento segin la reivindicacién 1, caracte-
rizado porque se depositan las fibras 6 filamentos sobre el subs
trato receptor a una temperatura inferior al punto de fusién de
la materia, porgque se aleja el substrato de la zona de depdsito
de los filamentos y porque se lleva la temperatura de los fila-
mentos a un valor al menos izual a la temperatura de fusibn de
la materia. |

9.~Procedimiento para recubrir un substrato receptor
de una pelicula de materia termoplédstica; tal y como queda.sus-
tancialmente deserito en la presente Memoria, e ilustrado en el

ditujo adjunto.
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Esta Memorfz consta de 13 hojas escritas a mé-

quing por una sola cara.
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